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市场观察

周四股指继续回调，走出了“黑三

兵”形态。短期利空因素影响使空头获

得可乘之机，但在个股分化及政策护航

的背景下，回调反而是个股低吸的良

机，投资者可在多头突围时择机跟进。

从消息面看，三大利空因素打压盘

面：1、新股开闸，据测算打新锁定的资

金量至少在3000亿元以上，资金分流

效应明显；2、监管层继续掀起“打鼠”风

暴，基金业出现史上最严重的离职潮，

机构无心恋战；3、期指方面，总持仓居

高不下，空头主力席位加码明显，

IF1407合约净空创出新高水平，空军司

令带头增仓反攻，股指随之回调。

由于整体行情仍属于震荡及结构

性分化特征，连涨后空头反扑，连跌后

维稳护盘及多头将发力，多空相互切

换。在此背景下，唯有低吸高抛，而非

追涨杀跌才更加契合行情节奏。因此，

投资者不妨积极关注如民生改革、市场

化改革、新能源、新技术、资本运作等

仍有“大故事”可讲的板块方向，结合

短期事件驱动、中报业绩暴涨等要素综

合考察。 广州万隆

三大利空成为“黑三兵”推手

个股分化 低吸高抛

行业分析

通常情况下，资本支出的大幅增长

往往给半导体行业的后继成长带来压

力。从供给周期看，在经历了2010年

行业资本支出大幅增长，产能大幅扩张

后，2011年和2012年进入消化产能的

阶段，连续2年资本支出萎缩。而据预

测，2013年半导体行业的资本支出将持

续减少，因此未来两年，产能的新增供

给将受到限制，同时，需求将随着全球

经济的好转而向好。所以从供需周期

角度看，全球半导体行业有望进入新一

轮的复苏周期。

而从国内看，集成电路产业向中国

大陆转移，相关产业链公司面临重大

机遇。

近几年来，由于中国大陆迅速增长

的市场、相对低廉的劳动成本以及来自

中国大学大量培育的新工程师、产业优

惠政策等因素，全球半导体产业逐渐向

中国大陆转移，国家对集成电路产业的

扶持又不遗余力，因此，集成电路产业

从芯片设计、制造和封装等环节都面临

着重大的发展机遇。

智能移动终端的投资机会来自功

能创新和材料创新。智能移动终端进

入微创新时代，创新的重点聚焦于提升

用户体验，功能创新和材料创新成为主

要方向。功能创新看好指纹识别、无线

充电、移动支付等技术的推广应用，材

料创新看好蓝宝石材料、金属外壳等。

在智能移动终端成长动能趋弱的情况

下，国信证券认为投资机会将来自由功

能创新和材料创新组成的微创新。具

体来看，推荐如下投资标的：

1、未来十年将是国内半导体厂商

在全球的竞争舞台上更多崭露头角的

十年，国内的半导体产业将踏上一个新

的台阶，推荐华天科技、晶方科技、长电

科技、中颖电子、同方国芯等；

2、智能移动终端进入微创新时代，

看好部分代表功能创新与材料创新方

向的投资标的，推荐环旭电子、顺络电

子、大族激光等；

3、智能家居领域，我们建议重点关

注各类智能家居硬件产品的智能化升

级、业务模式的创新、智能家居的集成

商等类型标的，推荐安居宝等；

4、政策及价格驱动LED照明市场

启动，建议关注澳洋顺昌、洲明科技、聚

飞光电、瑞丰光电、三安光电等；

5、安防设备向方案商成功转换，

开启海外市场，推荐海康威视、大华股

份等。

国信证券

半导体进入新一轮复苏期

四类股面临重大机遇
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6月19日沪深指数

上证指数：
开盘：2054.62 最高：2059.25
最低：2017.65 收盘：2023.73
涨跌：-31.78点 成交：746.29亿元
上涨：75家 下跌：841家 平盘：92家

深成指数：
开盘：7301.38 最高：7324.64
最低：7148.02 收盘：7180.32
涨跌：-117.08 成交：1018.75亿元
上涨：74家 下跌：1046家 平盘：114家
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